
Desempeño extremo
La pasta térmica TP300 de Game Factor es ideal para equipos de alto 
rendimiento por su gran capacidad de transferencia térmica de 13.4 W/M.K.

Pasta térmica
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Kit completo. El kit TP300 no es solo 
una pasta térmica, este kit incluye 
jeringa con pasta térmica, un pad 
térmico, un pad de cobre, un aplicador 
y una toallita limpiadora de pasta. 
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Artículo: Pasta térmica
Color: Gris
Gravedad especifica: 2.5
Conductividad térmica: 13.4 W
Evaporación: 0.001% (150°C / 24hrs)
Constante Dielectrica: 5.1 a 100Hz
Cantidad en Gramos: 2 g

Especificaciones Técnicas
Modelo:TP300
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